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@ Panneau d’affichage point par point avec connecteur en or.

L'invention concerne les panneaux d'affichage point par
point utilisant des réseaux d'électrodes croisées, tels que
notamment les panneaux a plasma.

Pour bénéficier de la résolution meilleure et du colt de
fabrication moindre des réseaux d'électrodes formés par
photogravure d’une couche d'aluminium, ceci tout en bénéfi-
ciant de bonnes qualités de fiabilité en environnement sévére, la
présente invention propose de réaliser de réaliser de la maniére
suivante les connexions entre les réseaux d'électrodes et les
circuits extérieurs de commande :

- les extrémités (24) des électrodes d'aluminium sont espacées
latéralement des plots de connexion (26) qui seront raccordés
a un connecteur en cuivre doré ou béryllium doré;

- ces plots de connexion (26) sont a base d'or (dépét par
sérigraphie);

- la connexion électrique entre les deux est réalisée par un
conducteur intermédiaire (28) qui est compatible avec I'alumi-
nium et avec I'or du point de vue des risques de corosion; par
exemple de I'argent, du titane, du platine, du tungsténe.
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Description

PANNEAU D’AFFICHAGE POINT PAR POINT AVEC CONNECTEUR EN OR

L’invention concerne les panneaux d’affichage
point par point, notamment les panneaux & plasma
fonctionnant par émission localisée de lumiére en
répense & une décharge électrique dans un gaz. La
décharge est appliquée entre une électrode d’un
réseau d'électrodes paralléles en ligne et une
électrode d’un réseau d'électrodes paralléles en
colonne. Chacun des points situés au carrefour
entre une électrode de ligne et une électrode de
colonne peut ainsi s’illuminer, et I'affichage résulte
de Tillumination successive d'un ensemble de tels
points adressés individuellement en ligne et en
colonne.

Pratiquement, les panneaux & plasma sont réa-
lisés de la maniére suivante: sur une plaque isolante
on forme le premier réseau d'électrodes, et sur une
autre le deuxiéme; 'une au moins des plaques est
transparente (en verre par exemple) de maniére a
permetire 'observation des points lumineux; on
soude ces deux plaques, les deux réseaux étant
disposés perpendiculairement l'un a lautre, en
laissant un intervalle entre les deux plaques; dans la
cavité ainsi formée enire les plaques, on fait un vide
trés poussé, puis on introduit un mélange gazeux
électroluminescent (en général un mélange d’argon
et de néon qui a l'avantage de fonctionner a des
tensions relativement basses); on ferme la cavité
hermétiquement, mais les extrémités des électrodes
formées sur les plaques de verre dépassent hors de
la cavité pour qu’on puisse les connecter a un circuit
de commande; ce circuit permet notamment d’a-
dresser individuellement chaque ligne et chaque
colonne. donc chaque point carrefour entre une
ligne et une colonne.

Les portions d'électrodes situées dans la cavité
entre les deux plaques de verre sont protégées
contre la corrosion dans un environnement agressif
puisque la cavité est scellée hermétiquement; il n'en
est pas de méme des portions situées a I'extérieur
de la cavité; de plus, ces derniéres sont soumises a
des contraintes mécaniques particulieres du fait
gu’elies servent de connecteur pour la liaison avec le
circuit de commande.

C’est pourquoi on réalise habituellement les
panneaux & plasma selon des techniques qui sont
fondamentalement différentes selon que le panneau
est destiné & fonctionner en environnement plus ou
moins sévére.

Une technique retenue pour les environnements
moins sévéres consiste & utiliser des réseaux
d’électrodes a base d’aluminium.

Une technique retenue pour les environnements
plus sévéres consiste a utiliser des réseaux d’élec-
trodes a base d'or.

Dans la technique & base d’or, on peut connecter
le panneau & plasma aux circuits de commande par
I'intermédiaire de connecteurs en cuivre doré venant
en contact avec les exirémités d'électrodes; Ia
fiabilité de ce genre de connexion en environnement
sévere est trés bonne et la technologie de fabrica-
tion est bien maitrisée. L'utilisation de cette techno-
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logie est donc requise par certains utilisateurs qui
ont a prévoir des spécifications d‘environnement
séveres.

Dans la technique a base d’aluminium, on peut
connecter les panneaux a plasma aux circuits de
commande par lintermédiaire de connecteurs en
cuivre cadmié; mais la fiabilité du contact entre
l'aluminium et le cuivre cadmié est actuellement
considérée comme moins bonne en environnement
sévére et est donc rejetée par certains utilisateurs.

Pour les panneaux destinés & un environnement
plus sévére, on utilise donc des réseaux d'élec-
trodes formés par sérigrahie d'une pate d’or sur les
plagues de verre, puis cuisson & environ 600°C de
cette péte.

Le probléme qui se pose alors est celui de la
résolution d'affichage des panneaux & plasma ainsi
réalisés: la résolution est d'autant meilleure qu’on
peut réaliser des réseaux d'élecirodes plus serrées;
mais la sérigraphie est un procédé qui ne permet pas
une trés bonne résolution, en particulier pas une
résolution aussi bonne que celle que I'on peut
obtenir avec un dépdt métallique par évaporation
suivi d’une photogravure comme on le fait avec des
conducteurs d’aluminium.

Un but de I'invention est de réaliser des panneaux
d’affichage ayant une résolution d'affichage aussi
grande que possible, et qui offrent par ailleurs la
possibilité d’étre connectés a des connecteurs &
base d'or (notamment des connecteurs en métal
doré tel que du cuivre doré ou du béryllium doré); un
autre but de l'invention est de réaliser ces panneaux
sans augmenter trop le colt de fabrication par
rapport aux technologies antérieures.

On a essayé d’imaginer des solutions pour
répondre a ces buts, I'une de ces solutions étant de
former d’abord le panneau a plasma proprement dit,
avec des conducteurs d’aluminium déposés par
évaporation et photogravés; puis de sérigraphier,
sur les extrémités des conducteurs d’aluminium qui
dépassent hors de la cavité, une pate d’or similaire
a celle que l'on utilise dans les panneaux a
électrodes d’'or. Cette méthode s’avére cependant
peu utilisable car la cuisson de la pate d’or, qui est
absolument nécessaire aprés le dépot, tend a
détériorer le contact or-aluminium; cette cuisson se
fait en effet a environ 600° C et aboutit & une diffusion
d'aluminium dans I'or. Le contact n’offre plus alors,
en environnement sévere, la fiabilité dont on a
besoin.

On peut alors imaginer des solutions analogues a
celles qui ont pu étre retenues dans le domaine de la
fabrication des circuits-intégrés, c’est-a-dire la for-
mation, a I'extrémité des conducteurs d’aluminium,
d’un sandwich aluminium-métal intermédiaire-or. Le
métal intermédiaire, choisi pour sa compatibilité
avec l'aluminium d'une part, avec 'or d'autre part,
doit faire barriére & la diffusion de I'aluminium dans
l'or.

Cette technique s’avére particuliérement onéreuse
pour des panneaux a plasma car elle nécessite des



3 EP 0323923 A1 4

opérations de masquage et d’évaporation supplé-
mentaires. De plus, le métal intermédiaire qu’on peut
déposer de ceite maniére ne sera pas forcément
suffisamment épais pour constituer une couche
barriére efficace contre la diffusion de I'aluminium.

On peut enfin envisager une solution de dépot
électrolytique d'or sur les extrémités des conduc-
teurs d'aluminium, aprés que le panneau ait été
formé, c’est-a-dire aprés qu’on ait fait le vide dans la
cavité, qu’on l'ait remplie du mélange d’argon-néon,
et qu’on I'ait scellée. A ce moment, le panneau n’a
plus a subir les contraintes thermiques existant
pendant le pompage et le scellement, et le dép6t
électrolytique ne nécessite pas de cuisson a 600°C.
Par conséquent, le contact direct or-aluminium peut
mieux étre accepté. Mais pour procéder a ce dépdt
électrolytique, il est nécessaire auparavant- de
décaper I'aluminium et on risque alors de détériorer
les conducteurs d’aluminium.

C’est pourquoi la présente invention propose une
solution nouvelle de réalisation de panneaux d'affi-
chage, et notamment de panneaux a plasma.

Selon ['invention, on propose de réaliser un
panneau d’affichage ayant un réseau d'électrodes a
base d'aluminium déposé sur chacune de deux
plaques isolantes, les exirémités des électrodes
étant reliées a des plots de connéxion a base d’or
également déposés sur la plaque isolante, les plots
de connexion étant espacés latéralement des extré-
mités des électrodes d’aluminium de maniére & ne
pas se superposer a elles, un conducteur & base
d’'un métal intermédiaire, différent de I'aluminium et
de I'or et compatible avec eux du point de vue de la
corrosion, étant déposé sur la plaque isolante dans
lintervalle entre les plots de connexion et les
exirémités des électrodes d’aluminium, le métal
intermédiaire et I'aluminium étant en recouvrement
mutuel du c6té des extrémités des électrodes, et le
métal intermédiaire et I'or étant en recouvrement
mutuel du c6té des plots de connexion.

Le métal intermédiaire peut étre de I'argent, ou du
platine, du tungsténe, du titane notamment; il est de
préférence déposé sous forme d'une péate sérigra-
phiée, la finesse de motif au niveau du connecteur
n‘ayant pas besoin d'éire aussi importante que la
finesse du réseau d'électrodes dans la matrice
d’affichage électroluminescente.

D’autres caractéristiques et avantages de I'inven-
tion apparaitront & la lecture de la description
détaillée qui suit et qui est faite en référence aux
dessins annexés dans lesquels:

- lafigure 1 représente schématiquement une
vue éclatée d’un panneau a plasma;

- la figure 2 représente en vue de dessus
plusieurs électrodes et plots de connexion d’un
réseau formé sur I'une des plaques isolantes du
panneau selon l'invention;

- la figure 3 représente une vue en coupe
transversale correspondant a la figure 2;

- la figure 4 représente en coupe une variante
de réalisation;

- les figures 5 et 6 représentent en coupe
deux autres variantes de réalisation.

Sur la figure 1, on voit schématiquement la
constitution d'un panneau & plasma; il est consitué
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de deux plaques isolantes 10 et 12 dont I'une au
moins est transparente; les plaques sont de préfé-
rence en verre; la plaque 10 porte sur sa face
supérieure un réseau d’électrodes 14 en lignes
rapprochées, et la plague 12 porte sur sa face
inférieure un réseau d'électrodes 16 en colonnes
rapprochées, orthogonal au réseau 14 lorsque les
plagues sont scellées. Les électrodes peuvent avoir
une centaine de microns de large et étre distantes
de quelques centaines de microns les une des
autres. ]

Les deux plaques 10 et 12 sont scellées I'une a
l'autre par I'intermédiaire d’un joint de scellement 18
qui entoure la matrice active de points définis par les
croisements des deux réseaux orthogonaux d'élec-
trodes; mais les extrémités des électrodes dépas-
sent & l'extérieur du joint 18 pour permettre la
connexion des électrodes de ligne et de colohnes a
un circuit de commande extérieur au panneau. Les
extrémités des électrodes du réseau 14 sont
désignées par la référence 20, celles du réseau 16
par la référence 22.

Lorsque les plaques sont scellées par le joint 18,
elles laissent entre elles un espace dans lequel on
fait un vide trés poussé avant d'introduire. un
mélange gazeux ionisable, notamment d’argon et de
néon.

La figure 2 et la figure 3 représentent, respective-
ment en vue de dessus et en coupe longitudinale le
long d’une électrode, les extrémités 20 d’électrodes
adjacentes du réseau 14 formé sur la plague isolante
de verre 10. -

Selon [linvention, le réseau d'électrodes est
réalisé par dépdt (par évaporation) d’aluminium ou
d'un alliage métallique comprenant essentiellement
de l'aluminium, et ce réseau est photogravé pour
définir les électrodes individuelles paralléles du
réseau 14. Les exirémités de ces électrodes
d’aluminium sont désignées par la référence 24.

Des plots de connexion 26, espacés de chacune
des extrémités 24 d’électrodes d'aluminium, c’est-
a-dire ne venant pas en recouvrement au dessus
d'elles, servent & la connexion des électrodes vers
un circuit de commande extérieur au panneau; a
chaque extrémité 24 correspond donc un plot de
connexion respectif 26. Les plots sont constitués
par un matériau conducteur a base d’or et ils sont
destinés a coopérer avec un connecteur non
représenté; les surfaces de contact du connecteur,
qui viendront s’appliquer sur les plots 26 sont par
exemple en cuivre doré ou en béryllium doré de
maniére & assurer un contact de trés bonne fiabilité
en environnement sévére.

Les plots sont réalisés de préférence par sérigra-
phie et cuisson d’une péte a base d'or.

Les plots de connexion 26 étant espacés latérale-
ment des extrémités 24 des électrodes d’aluminium,
on prévoit selon l'invention qu’ils sont reliés. électri-
quement a ces extrémités par l'intermédiaire d’un
conducteur intermédiaire 28 déposé dans l'intervalle
entre électrodes et plots et venant en contact avec
les électrodes d'un cbté et avec les plots de I'autre
coté,

Le conducteur intermédiaire est consitué d’une
substance conductrice qui n’est ni de I'aluminium ni
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de Por, mais qui est compatible avec ces deux
métaux méme en environnement sévére, de sorte
que ni le contact entre le métal intermédiaire et les
extréemités d’électrodes, ni le contact entre le métal
intermédiaire et les plots de connexion, ne se
dégraderont.

Le métal intermédiaire choisi est de préférence
I'argent ou le platine ou le titane ou le tungsténe. II
est de préférence déposé par sérigraphie puis
cuisson d’'une pate a base du métal choisi. Mais on
peut imaginer qu'il soit aussi déposé par évaporation
puis photogravé (cas du titane et du tungsténe par
exemple).

On notera qu’en principe le dépét par sérigraphie
des plots de connexion et des conducteurs intermé-
diaires permet une précision de dimensions et de
position suffisante car, aux extrémités des élec-
trodes, le pas des électrodes et des plots de
connexion n’a pas besoin d’'étre aussi fin que dans la
matrice active a l'intérieur de la cavité hermétique
contenant le gaz ionisable.

Dans un premier mode de réalisation, correspon-
dant aux figures 2 et 3, on réalise d'abord, par
évaporation de métal a base d’aluminium puis
photogravure, le réseau d'électrodes 14 de chaque
plague isolante; puis par sérigraphie on dépose les
conducteurs intermédiaires 28; par exemple il s'agit
d’'une pate constituée d'argent mélangé a un
solvant; une premiére extrémité de chaque conduc-
teur intermédiaire vient recouvrir I'extrémité 24 d’un
conducteur d’aluminium respectif; une fois le dépdt
séché a environ 100°C pour évaporer le solvant, il
est recuit & environ 600°C pour réaliser un frittage
des grains d'argent. On effectue alors un nouveau
dépdt par sérigraphie d'une pate & base d’or pour
réaliser les plots de connexion 26; d'un c6té, ces
plots recouvrent la deuxiéme extrémité des conduc-
teurs intermédiaires 28. De l'autre cété, ils s'éten-
dent vers un bord de la plaque pour permettre la
connexion avec un connecteur extérieur. Une fois ce
dépdt d’or effectué, il est séché a environ 100°C
{évaporation du solvant) puis recuit & environ 600°C
(frittage).

Dans une variante de réalisation, on n'effectue
qu’un seul friftage aprés avoir sérigraphié et séché
consécutivement la pate d’argent des conducteurs
intermédiaires et la pate d'or des plots de conne-
xion.

Un autre mode de réalisation est représenté 4 la
figure 4: dans ce cas, on effectue d'abord le dépét et
la photogravure de Faluminium, puis le dépdt par
sérigraphie et le séchage de la pate d’or (éventuelle-
ment aussi un recuit) des plots de connexion 26, et
ce n'est qu'aprés qu'on effectue le dépdt par
sérigraphie, le séchage, et le frittage des conduc-
teurs intermédiaires 28.

Un autre mode de réalisation est représenté a la
figure 5; dans ce cas, on réalise d’abord le dép6t par
sérigraphie, le séchage et éventuellement un recuit
des conducteurs intermédiaires 28, puis le dépdt par
sérigraphie, le séchage et le recuit de la pate d'or
des plots 26; ce n’est qu’ensuite qu'on dépose par
évaporation sous vide une couche d'aluminium que
'on photograve pour réaliser le réseau d’électrodes
14.
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Un autre mode de réalisation est représenté a la
figure 6; dans ce cas, on dépose par sérigraphie la
pate d'or des plots de connexion, on effectue le
séchage et éventuellement un recuit, puis on
dépose par sérigraphie les conducteurs intemé-
diaires, on effectue un séchage et un recuit; ce n'est
qu'ensuite que l'on dépose par évaporation une
couche d'aluminium que 'on grave pour réaliser le
réseau d'électrodes.

Dans le cas ot de I'argent est utilisé comme métal
intermédiaire, on peut améliorer sa tenue & la
corrosion en le recouvrant d'une couche de passiva-
tion qui peut étre de type méthacrylate, polyamide,
polyimide; cette couche est déposée aprés les trois
couches métalliques (réseau d’électrodes, conduc-
teurs intermédiaires, plots de connexion). Dans le
cas du polyimide, on peut mettre la couche de
passivation aprés le recuit des pates métalliques
mais avant la soudure des deux plaques isolantes
formant le panneau. Dans le cas des autres résines
qui supportent moins bien les températures élevées,
il faut mettre la couche de passivation aprés
constitution du panneau.

En variante de réalisation, on peut prévoir que la
couche sérigraphiée & base d'or est une double
couche dans laquelle la couche inférieure est
constituée par un conducteur ayant de meilleures
propriétés d'accrochage que I'or sur la surface de la
plague isolante, et la couche supérieure est la
couche & base d'or proprement dite; la méme
disposition en deux couches peut étre adoptée pour
les conducteurs intermédiaires.

L’invention est applicable en général aux pan-
neaux d'affichage point par point commandés par
des réseaux d'électrodes, et tout particuliérement
aux panneaux a plasma pour lesquels elle a été plus
spécifiquement décrite. Elle peut trouver application
aussi dans d’autres domaines de la connectique.

Revendications

1. Panneau d’affichage comportant un réseau
d’électrodes (14, 16) a base d’aluminium dé-
posé sur chacune de deux plaques isolantes
(10, 12), caractérisé en ce que les exirémités
(24) des électrodes sont reliées & des plots de
connexion (26) a base d’or également déposés
sur la plaque isolante, les plots de connexion
étant espacés latéralement des extrémités des
électrodes d'aluminium de maniére a ne pas se
superposer a elles, un conducteur intermédiaire
(28), a base d'un métal différent de I'or et de
P'aluminium et compatible avec ceux-ci du point
de vue de la corrosion, étant déposé sur ia
plaque isolante dans l'intervalle entre les plots
de connexion et les extrémités des électrodes
d’aluminium, le conducteur intermédiaire et
I'aluminium étant en recouvrement mutuel du
coté des extrémités des élecirodes, et le
conducteur intermédiaire et I'or étant en recou-
vrement mutuel du coté des plots de conne-
xion.
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2. Panneau d'affichage selon ia revendication
1, caractérisé en ce que le conducteur intermé-
diaire est réalisé a partir de I'un des métaux
suivants: argent, titane, tungsténe, platine. .

3. Panneau d'affichage selon I'une des reven-
dications précédentes caractérisé en ce que le
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8

métal intermédiaire est déposé par sérigraphie.

4. Panneau d’'affichage selon I'une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
les plots de connexion sont déposés par
sérigraphie d'une péte & base d'or.
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